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投资者关系活动记录表
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            □电话会议
√其他（“我是股东”投资者走进沪市上市公司活动）
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	会议时间
	2025年6月11日

	会议地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：XIE MEI QIN
证券事务代表：程奔驰

	投资者关系活动主要内容介绍
	经营情况简介
2025年第一季度，公司实现营业收入1.92亿元，同比增长62.03%，实现归属于上市公司股东的净利润4,144.97万元，同比增长385.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,861.61万元，同比增长606.03%。
报告期内，公司积极拥抱端侧产品AI化的进程，持续投入技术研发并迭代新品，积极开拓新市场和新客户，端侧AI处理器芯片出货量不断攀升，销售收入保持快速增长；低延迟高音质无线音频产品加速放量，销售额持续上扬；蓝牙音箱SoC芯片系列持续加大在头部音频品牌的渗透力度，不断深化公司与客户合作的广度和深度，产品不断迭代和放量。整体看，公司产品销售表现亮眼，助力公司营收大幅增长，随着公司产品结构和客户结构持续优化，毛利润和净利润实现快速增长。
Q1：目前经营情况如何？
答：从公司主要产品线所在的市场情况分析，在蓝牙音箱市场，公司持续提升在国际一线品牌客户的渗透率；在低延迟高音质无线音频市场，持续受益于下游无线麦克风、电竞外设、家庭影院音响系统等多种产品不断加速的无线化进程，销售收入保持高增长；在端侧AI处理器领域，公司产品出货量不断攀升，销售收入保持快速增长。
Q2：公司端侧AI新产品的竞争优势和差异化特点是什么？
答：公司新产品创新性地采用了CPU+DSP+NPU三核异构架构设计，其中的AI加速引擎-NPU是基于模数混合SRAM存内计算技术打造，由此带来的超高能效比是公司区别于市面友商传统冯·诺依曼架构产品的显著差异点。选择存内计算技术路线的初衷，是公司对于端侧AI技术趋势的深入研判思考，我们认为，端侧AI产品海量的机会存在于对专用场景下专用模型的加速需求，尤其在电池驱动设备中对于能效比提升的诉求是非常显著的，公司新产品可为这类设备在低功耗的前提下提供超高能效比的AI算力基础，恰到好处解决了这样的痛点。根据第三方专业咨询机构预测，端侧AI市场正在快速增长，预计到2028年，基于中小型模型的端侧AI设备将达到40亿台，年复合增长率为32%；到2030年，预计75%的这类AIoT设备将采用高能效比的专用硬件。
Q3：公司第一代三核架构的芯片产品，目前客户导入的进展如何？
答：公司已正式发布最新一代基于SRAM的模数混合存内计算的端侧AI音频芯片，采用CPU+DSP+NPU三核异构架构，可在更低功耗下提供更高算力，同时兼具更低的延迟和增强的安全性，将在音频应用和端侧AI中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列：第一个系列是ATS323X，面向低延迟高音质私有无线音频领域；第二个系列是ATS286X，面向蓝牙AI音频领域；第三个系列是ATS362X，面向端侧AI处理器领域。目前,ATS3231已搭载于品牌客户无线麦克风产品中上市发售。ATS286X、ATS362X客户产品导入持续推进中，将会陆续上市销售。
Q4：如何展望今年新产品贡献营收的趋势，对于公司ASP拉动的影响？
答：公司基于三核异构架构的芯片采用了更加先进的工艺制程和存内计算技术，相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，而相较于市场上主流的NPU产品能效比可以提升至少三倍以上，相较于主流的DSP产品在功耗方面能降低近90%，因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升，今年新产品将对营收以及ASP持续产生正向拉动的影响。
Q5：公司对于收并购的方向和规划是什么？
答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
Q6：三核架构除了对当前场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？
答：在基于SRAM的模数混合存内计算技术路径下的端侧AI音频芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧AI解决方案的快速落地。公司也将积极打造AI开发生态，借助公司完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，助力AIoT产品AI化的不断演进。
Q7：接下来的一段时间内，研发投入的方向以及相关人员费用的规划是什么？
答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，公司很高兴看到技术研发投入与营收规模提升保持着正向循环，2024年公司研发支出2.15亿元，占营收比例约33%，公司主要取得了三个方面的研发成果，第一是基于CIM技术打造了炬芯第一代三核异构架构的芯片平台，第二是发布了ANDT开发工具链，可以助力客户模型的快速部署，打造端侧AI高效开发生态环境，第三是持续升级拓展无线连接技术，低延迟高音质各项指标达到了业界先进水平。接下来一段时间，公司的研发投入方向也将继续围绕低功耗大算力、开发生态和无线连接三个方向拥抱端侧AI海量的芯片需求。
Q8：公司存算技术后续的路线迭代是什么计划？
答：在存内计算（CIM）技术迭代上，包括制程节点、关键性能指标等方面，公司都有清晰的路线规划，目前已着手第二代CIM技术的相关IP研发工作，目标是将NPU单核算力提升三倍至300GOPS，并直接支持Transformer模型，将能效比提高至7.8TOPS/W@INT8。
Q9：公司产品在端侧AI落地的场景以及后续对于端侧AI市场的规划?
答：公司的端侧AI处理器芯片当前优先应用在音频市场，相应的场景包括人声分离、AI智能降噪等，公司发挥自身的技术优势，可以为端侧产品提供低功耗下的AI算力。公司会持续打造低功耗的AI算力平台，将逐步拓展至音频之外的更多场景应用，比如运动健康方面的传感器数据AI处理应用等。
Q10：针对AI眼镜、智能手表等智能穿戴类芯片会有新的芯片产品推出么？
答：目前公司相关研发工作正在稳步推进中，新一代智能穿戴芯片将采用三核架构，搭载存内计算技术，将为下游客户提供更具竞争力的芯片平台与产品解决方案。

	是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025年06月13日



